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EDITOR'S NOTES

編者的話

我們提醒某人要提高警覺心和注意力時，常用的一句俗話就是

「罩子放亮點」。這裡的罩子，說的是眼睛，也就是把眼睛睜

大點，留神的意思。但其實真的要提高注意力，不光只有睜大

眼睛就夠了，而必須要是「眼觀四面，耳聽八方」，甚至是「

風吹草動」都要能感知。

所以最高等級的感知，是必須要用上全部的感官，並且用上很

高強度的專注力（腦力），這樣才能把所有的動態（風險）都

探知，並做出判斷。

而感測器融合（Sensor  Fusion）基本上就是這麼一回事，是為

了達成最高等級的感知效果，所實施的系統架構，而它可以用

在幾乎所有需要自動化和智慧功能的場景中。

最常見的，就是監視應用。傳統的監視，就是運用影像感測器的光學感測，一開始只有單純可見

光波長的感測，但監視無分日夜，所以後來也添加了紅外線的感測，讓夜間的監視成為可能。

而部分監視也不是只有眼睛看到就可以，還必須加上聲音的辨別，嬰兒的監視就是其中一例。因

為嬰兒不會移動，多數的時候都在睡覺，從監視畫面其實難辨差異，他的呼吸聲和哭聲，才是最

關鍵的判斷指標，因此整合麥克風的功能也變成需求之一。

同樣是監視感知，到了汽車上又是不同的風景。因為汽車是動態的，而且感知的範圍更大，要判

斷的物體也更多、更複雜，而且還會受到天候與日夜的影響，所以單靠某一項感測技術是遠遠的

不足夠，必須要整合多樣與多顆感測器，才能帶來真正的「安全」。

這種變得更「Sharp」得思維，使我想起了當兵的時光。當時在操練刺槍術時有一句口令，叫做

「氣、刀、體一致」，講的就是身體、刀、以及喊聲的氣勢要能融合在一起，才能帶來最佳的殺

敵效果。

想想感測應用不也是這麼一回事嗎？如果不把裝置系統、運算單元，以及感測單元充分整合，所

能產生的效果一定不會太好的。

讓罩子更亮點

副總編輯
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運用科技量化效益 
掌握低碳時代新商機

繼上期觀察探討微軟、Amazon及Google

這些科技大廠積極實現低碳經濟的各項措

施，並且企圖打造節能低碳的供應鏈；本

期探討電子製造業者因應節能減碳所採取

的措施，以及如何掌握低碳新商機。

在電子產品的生命週期（包含原料採購、

生產製造、消費者使用、產品回收）中，

約八成的碳足跡來自於生產供應鏈。電子

製造業的生產及營運效率，對電子產品的

碳足跡造成很大的影響。因此，供應鏈上

中下游業者都需有共識，才能創造最大的

效益。

數位科技一直是推動永續發展的關鍵，不

但提高能源效率，並且探索新商業模式。

科技讓節能減排績效變得更加透明化，且

足以被量化評估。COVID-19疫情肆虐，使

各領域的經濟發展，快速且大幅度地進入

數位化階段，鞏固與強化建立永續投資的

分析框架。

目前電子製造業者透過工廠節能系統，降

低能源的消耗及使用，包含運用物聯網技

術節省空調、空壓、照明等用電量。或

是透過廢水回收或廢熱回收技術優化節能

效益，例如半導體製造廠將空氣壓縮機的

廢棄熱能，應用在加熱純水系統與空調來

源，以降低外購蒸氣量，節省能源費用及

碳排放量。甚至更進一步開發出新的商業

模式，如再生水交換模式。

此外，與其用較高的成本做回收與循環

再使用，應該在產品設計的源頭，就加

入低汙染及循環再生的理念，才能減少回

收及再利用的多餘成本。例如：Apple目

前已在產品中使用再生塑膠、再生鋁等材

質，並採用可自動拆卸iPhone可用材料的

智慧機器人，將材料送回供應端再次使

用；Google亦積極將再生材質納入硬體產

品設計中，例如Pixel 5機身背蓋採用再生

鋁合金。

疫情終將過去，如何刺激經濟復甦，並重

建一個友善且永續的新經濟環境，是各國

政府與企業的重要課題。永續環境不單僅

在使用再生能源與節能減排，還需包含韌

性生態的元素，如使用再生材料。

疫情與地緣政治等大環境的變動促使政府

與企業更全面性規劃數位轉型，發展兼顧

經濟與環境的產業發展策略。在低碳、淨

零碳的國際趨勢下，台灣若能有效運用高

科技產業的核心能耐，從需求回推技術發

展藍圖，期能掌握低碳時代下的可觀商

機。  

（本文為洪春暉、許桂芬共同執筆，許桂

芬為資策會MIC資深產業分析師兼研究總

監）

電子製造業者若能有效運用高科技產業的核心能耐，從需求回推技術發展

藍圖，期能掌握低碳時代下的可觀商機。
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研究員

專利數據中揭露的「共現」關係

傳統的專利分析常以個各專利當作計量的單位，

像是這個申請人有申請多少件專利、這個分類號

出現在多少件專利上等。但在觀察這些專利數據

時，我們還注意到專利似乎也是把若干「個體」

結合在一起的「媒介」。

這種二個個體共同出現於同一專利的情形就稱為

「共現」（co-occurrence）。例如，有好幾件專

利上張三和李四都是發明人（也就是「共同發明

人」），也有好幾件專利李四和王五都是共同發

明人，但張三和王五卻很少有共同出現在同一專

利的發明人欄位裡。這種情形傳達了個體張三和

王五不常合作，但個體張三和李四、李四和王

五，相對於張三和王五，是較常合作的。除了發

明人以外，申請人、專利權人、分類號、專利所

含的關鍵詞、甚至引用文獻等個體，也同樣有共

現於同一專利的現象。

針對專利數據所包含的各種個體的共現情形所進

行的分析，就稱為「共現分析」。二個體共現的

次數愈多、愈頻繁，就表示這二個體關係愈密

切。但對於不同的個體，這種關係的解讀與運用

方式不同。如發明人、申請人、專利權人的共現

頻率高低，反映就是他們合作關係的強弱，而二

個分類號的共現頻率高低，則反映了這二個分類

號代表的技術被共同運用或結合的機會。

以下圖所示的發明人共現為例，從左邊的專利原

始數據中，可整理出發明人的共現對，進而產出

共現矩陣。從中很容易可以看出發明人A、C間

有較密切的研發合作關係，而發明人B、D間從

未有研發合作關係。

共現矩陣也常轉換為共現網路來進行觀察分析，

例如下圖左就是上例的的共現網路。當然，實務

上我們看到的網路要複雜許多，例如下圖右就是

國外某企業的研發團隊間的研發合作網路。

透過共現矩陣或共現網路，可以觀察出一些有趣

的現象，以發明人為例，可以找出誰可能是主要

的研發骨幹，哪些人構成緊密的研發團隊，誰在

團隊或組合間扮演橋接的角色，創新發明中是不

是有來自外界的研發能量挹注等，都可以找出蛛

絲馬跡，當然有可能得出重要的研發團隊成員間

的共事經歷、世代關係，甚至是技術來源等，就

如同在研發部門中長期裝置個監視器般，所有研

發互動都留下了紀錄。再以以分類號為例，可以

找出技術可能的跨接與應用，哪些既存技術逐漸

往哪個新應用領域發展，哪些既存技術開始吸收

了新的技術刺激，若以專利權人為例，則可能找

出技術同源的類同盟關係，或技術壁壘的類敵我

關係。

因此，透過共現分析所能掌握的這些資訊，對我

們瞭解特定競爭對手、自己所屬的、或有意進入

的產業或技術領域的動態都會極有幫助。未來，

本專欄將繼續報導各種共現分析的具體運用。

(本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學 專利

研究所副教授)

技術長的專利策略
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晶片、軟體等新產品和開發應用的

網路公司，正在推動市場研發新的

產品形態，提供新的使用者體驗。

現在的消費者渴望新的支付體驗，

也對新的產品形態更有興趣。ST意

法半導體的安全微控制器事業部行

銷應用總監Jerome  Juvin除了介紹

SMD（即安全微控制器事業部），

也將探討銀行智慧卡和行動支付兩

個市場。

Jerome  Juvin說，安全微控制器

事業部門總部設在銀行智慧卡晶

片的發明中心法國。在過去的30

年裡，ST為整個智慧卡產業技術

發展做出了巨大貢獻。ST支援今

天使用中的所有智慧卡，包括銀

行卡、SIM卡、交通卡、電子身份

證、護照、付費電視卡。ST也為筆

記型電腦提供使用者身份驗證解決

方案和防止假冒商品的品牌資產保

護解決方案。

此外，還為行動產品市場提供嵌入

式系統解決方案，例如，手機和穿

戴式裝置等智慧產品以及連網汽車

內安裝的NFC控制器、嵌入式安全

模組和eSIM模組。安全微控制器部

在全球設有營業機構，市場排名前

三，目前安全微控制器全球出貨量

超過140億顆。幾年來，ST在eSIM

市場處於領先地位。 

這次主要討論兩個市場，第一個是

銀行卡市場，重點介紹ST的銀行

卡安全晶片：ST31硬體平台和整

合ST31、JavaCard作業系統和相關

支付應用的STPay系統晶片解決方

案。第二部分是行動安全市場，將

重點介紹單晶片整合NFC控制器和

安全模組的ST54平台，該平台適

用於支付等各種安全應用，STPay-

Mobile是一個將服務和ST54連線在

一起的開發平台，便於裝置商在手

機錢包上部署服務。

Jerome  Juvin也說明銀行卡和行動

支付的發展變化，更精確地說，影

響卡片外觀和使用者體驗所有技術

的演進過程。磁條卡在銀行業已經

使用很長的時間了，且至今仍有銀

行還在發行磁條卡。不過，過去20

年裡，為了更安全地解決銀行卡詐

騙問題，在地方政府支援下，銀行

一直在推廣部署晶片卡。銀行卡中

嵌入晶片在整個支付產業的發展中

發揮了重要作用。但這是一個漫長

的過程，且需要相當長的時間來完

成，因為大型基礎設施必須部署到

位，而且客戶還要接受新式銀行

卡。所有這些市場發展變化為NFC

非接觸式技術應用奠定了基礎。

這些變化為銀行產業和行動產業帶

來了很多好處，真正地有利於整個

生態系統的發展，包括裝置製造

商，例如，智慧型手機或智慧手錶

製造商。因此，他們可以為客戶開

發新的應用，提升品牌黏著度，建

立新的商業模式，行動網路運營商

採用非接觸支付技術能從中獲得很

大的利益。新的商業模式產生了新

的服務類型，例如，行動支付和交

通卡。此外，透過整合嵌入式安全

模組和NFC收發器，裝置製造商也

能開發出自己的生態系統和商業模

式，將安全應用設定於手機的核心

應用。

文／王岫晨

ST：支付技術發展迅速 
使用者渴望新的支付體驗

意法半導體安全微控制器事業
部行銷應用總監Jerome Juvin



12   CTIMES   www.ctimes.com.tw

您怎麼看現在運算技術的發展？我們是不是要開始進入一個全新的運算架構年代？

答：所謂的智慧運算只是運算功能更為強大而

已，並不是什麼新概念，凡是運算都只是一種邏

輯理性的作用。現在製程這麼進步，只是使運算

的功能、效能更強大，凡是所有邏輯運算、計算

都只是邏輯理性的作用，應該這樣子來看待。

邏輯晶片透過演算法以及電路的設計來運作，邏

輯元件種類很多。邏輯元件其實是電子產業第

一次革命性的發展，業界利用積體電路先開發出

微控制器MCU，使得一些電器用品有了智能性

的控制能力，但這些MCU功能還很有限，後來

記憶體IC可說是第二次革命性的發展，有了記憶

體，MCU的功能就更強大了。以後因為IC運算能

力越來越強，記憶體也無限，於是發展更精密的

感測元件。

我們看智慧運算，不能單從CPU的這個功能來定

義，必須該區域的所有的邏輯運算的原件都包含

在裡面，再加上所有的記憶體以及感測元件應該

視為智慧運算的一環。

所謂的AI智慧運算就是模仿人類的心智，而人的

智能包含情感、理智、意志三方面，相對來講情

感就是感測元件，理智就是邏輯元件，意志就是

記憶體元件，當然意志還包括行為的紀錄與意義

等。有這三種關鍵元件才會把真正的智能表現出

來。

不過，不只是單獨機器運作有感測功能，更深遠

的感測其實就是網路通訊，5G之後無遠弗屆，甚

至可以去尋找雲端資訊，做更智能化的應用。

處理器晶片群雄並起，AI運算進入戰國時代。

主持人：CTIMES副總編輯 籃貫銘

與談人：CTIMES社長 黃俊義

從近期全球重要的兩個大展「台北

國際電腦展（COMPUTEX）」和「世

界通訊大會（MWC）」觀察，如英

特爾、AMD、NVIDIA、Arm、高通、

聯發科等重要大廠，都在其間發布

重要的產品與關鍵的策略。而這些

產品與策略都有個共通點，就是以

人工智慧為核心的運算技術將成

為主流，同時智能運算也將無所不

在。至於講到晶片製造，當然不得

不提到台灣的台積電，以及將來的

晶片設計與製造面臨的最大挑戰。

背景

觀看影片，請掃描：
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您認為純晶片供應商是不是要面臨淘汰了？又要怎麼樣去做提升或加值呢？有沒有

哪幾家業者，您是看好的？

將來的晶片設計與製造最大的挑戰是什麼？對我們的護國神山和半導體產業會造成

哪些影響？

答：所謂智能的定義，既然要發展AI晶片，就是

要模仿人類的感知以及學習的能力，才是真正的

人工智能。許多感知學習的能力必須從應用軟體

的設計應用來提供，所以未來晶片供應商當然要

有好的軟體應用的能力。現在的晶片設計早已經

用EDA軟體工具來開發，一般硬體元件已經是以

SIP形式存在，也就是矽智財，最有名的是Arm，

是標準硬體軟件化的一家公司。

硬體軟件化是必然的趨勢，以SIP為平台的晶片

設計公司，就能用這些虛擬元件來做各種布局、

整合各類的軟硬體，最後再直接交給晶圓代工來

生產。不只是硬體公司，未來的應用軟體設計公

司也一樣，也要配合AI晶片，或是過去已經實施

多年的特殊應用IC（ASIC）來銜接設計，亦即要

做軟體硬件化的處理或應用，這是必然的思考模

式。

所以智慧運算的功能會越來越強大，也會越來越

複雜，但不管功能多強大、多複雜，矛盾競爭永

遠沒完沒了。所以業者能不能贏，主要還是看業

者是不是有人文關懷，這樣才會有市場，才是生

存之道。提到EDA平台設計，未來只要有理念，

那麼from conception to a chip會變得很簡單且自

動化完成。因為很多矽智財，晶圓代工廠可以直

接供應給設計業者，從概念到晶片到立即生產一

氣呵成。

答：舉台積電是很好的例子，台積電本身就是一

個非常成功的晶圓代工模式。以前半導體產業都

是IDM大廠，等於是從頭做到尾，一定要大量生

產且佔有大部分市場才會有利潤，一推出就是殺

手級應用，然後把競爭者擊垮，但這不是可大可

久的生存之道。台積電坦開心胸讓產業變成分工

合作的模式，避開了矛盾，然後也使很多行業都

蓬勃發展，像是IC設計公司，或其它中小型製造

商，都能夠加入這樣的產業鏈發展。

台積電這個護國神山未來會有甚麼變化？我想還

要繼續保持走互助合作的文化，而不是鬥爭、殺

手級應用，用這種思維模式、開放模式，未來無

論如何複雜，他們自然會找到平衡之道。

台積電成功的模式不是由技術而來的，但因為成

功了所以技術又更好了。講到技術，到了一定的

後摩爾定律的時代，技術它並不是那麼偏重的，

例如人類的神經細胞單元從5微米到100微米之

間，比現在奈米級晶圓製程大很多，可是神經細

胞的性質及作用是AI晶片模仿不到的能力。所以

未來業界發展的重點不在於晶片的大小，而是功

能的應用。台積電最近跟日本頂尖的20家半導體

公司在日本設立研發據點，主要開發3D封裝技

術，為後摩爾定律時代又開啟了另一個先鋒。
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